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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Mit der europaischen Patentanmeldung 95 116 717.0 wird
unter Inanspruchnahme einer Prioritat vom 3. November
1994 die Erteilung eines Patents fir eine laminierte
kontaktbehaftete oder kontaktlose Chip-Karte aus
mindestens zwei, den Chip umgebenden Folien aus
thermoplastischem Kunststoffmaterial sowie fir ein

Verfahren zu deren Herstellung beantragt.

Die Chip-Karte wird gemafs Beschreibung der Erfindung
unter Verwendung einer Basis-Folie hergestellt, auf der
der Chip in einer Flip-Chip-Technik beziehungsweise ohne
Wire-Bond-Verbindung mittels einem beim Laminieren
aushédrtenden Leitkleber montiert ist. Mittels
Metallisierung und Strukturierung sind auf der Basis-
Folie Leiterbahnen ausgebildet, die bei einer
kontaktbehafteten Chip-Karte auf der AufRenseite, bei
einer kontaktlosen Chip-Karte auf der Innenseite
angeordnet sind und bei letzterer eine Antennenspule
bilden. Bei der Ausfihrungsform nach Figur 7 wird die
Basis-Folie als ein so genanntes Inlet zweckmaf3ig mit

der Antennenspule und dem Chip vorgefertigt.

Die Basis-Folie ist Gegenstand der Ansprlche 1 bis 3 des
mit Wirkung vom 10. Juni 1998 auf der Grundlage der
Patentanmeldung erteilten europaischen Patents

EP-B-0 706 152. Diese Ansprlche lauten wie folgt:

"l. Basis-Folie flUr laminierte kontaktbehaftete oder
kontaktlose Chip-Karte, die mindestens aus der,
mindestens einen Chip (6) tragenden Basis-Folie (1) aus
thermoplastischem Kunststoffmaterial, einer Kern-

Folie (2) aus thermoplastischem Kunststoffmaterial mit
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einer den Chip zentrierenden Aussparung (9) und einer
Deck-Folie (3) aus thermoplastischem Kunststoffmaterial
besteht, welche Folien mindestens die Hdbhe und Breite
der Chip-Karte haben und unter Druck und Hitze
zusammengefigt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Basis-Folie (1) ein vorgefertigtes Inlet ist, auf dem
durch Metallisieren und Strukturieren oder Aufdrucken
Leiterbahnen (10) aufgebracht sind, die wenigstens
teilweise eine Antennen-Spule bilden und auf dem der

Chip fest angeordnet ist.

2. Basis-Folie fUr Chip-Karte nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Chip (6) auf die Leiterbahnen
in flip-chip-Technik resp. ohne wire-bond-Verbindung

mittels Leitkleber montiert ist.

3. Basis-Folie flr Chip-Karte mit Kontakten, nach den
Ansprlchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Basis-Folie (1) auf deren Aussenseite weitere
Leiterbahnen (4) aufweist, die mit Anschliissen (5) fur
den Chip (6) auf der Innenseite der Basis-Folie durch
mit Leiterkleber geftillte Durchkontaktierungsbohrungen

(8) verbunden sind."

Gegen das Patent wurden mehrere Einspriiche eingereicht
(Einsprechende 01 bis 04), insbesondere aus den in den
Artikeln 100 a) und 100 c¢) EPU genannten Griinden

fehlender Neuheit und im Sinne von Artikel 123 (2) EPU

unzuldssiger Anderungen der Anmeldung.

Die Patentinhaberin lief? in einer mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung in Reaktion auf eine

Beanstandung die Anspriiche auf die Basis-Folie fallen
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und hielt nur die auf die Chipkarte und das Verfahren zu

deren Herstellung gerichtete Anspriiche aufrecht.

Die Einspruchsabteilung hat am Ende der mundlichen
Verhandlung entschieden, dass unter BerlUcksichtigung der
vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen das Patent und die Erfindung, die es zum
Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens
genligen. Die schriftliche Entscheidung wurde mit Datum
1. Juni 2001 allen Beteiligten am Einspruchsverfahren

zugestellt.

Gegen diese Zwischenentscheidung haben am 26. bzw.

27. Juli 2001 die Einsprechenden Ol und 02 und am

9. August 2001 die Patentinhaberin jeweils Beschwerde
eingelegt. Die schriftlichen Begrindungen der
Beschwerden sind am 1. bzw. 2. und 10. Oktober 2001 beim

Europaischen Patentamt eingegangen.

Zur Vorbereitung einer miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer reichte die Patentinhaberin mit
Schreiben vom 4. Mai 2005 einen Hauptantrag und
Hilfsantrdge 1 bis 6 ein, mit denen sie jeweils mit
einer anderen Fassung der Ansprlche die

Aufrechterhaltung des Patents beantragte.

Hauptantrag, Anspruch 1 lautet:

"Basis-Folie fir laminierte kontaktbehaftete oder
kontaktlose Chip-Karte, die mindestens aus der,
mindestens einen Chip (6) tragenden Basis-Folie (1) aus
thermoplastischem Kunststoffmaterial, einer Kern-

Folie (2) aus thermoplastischem Kunststoffmaterial mit
einer den Chip zentrierenden Aussparung (9) und einer

Deck-Folie (3) aus thermoplastischem Kunststoffmaterial
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besteht, welche Folien mindestens die Hdhe und Breite
der Chip-Karte haben und unter Druck und Hitze
zusammengefligt sind,

wobei die Basis-Folie (1) ein vorgefertigtes Inlet ist,
auf dem durch Metallisieren und Strukturieren oder
Aufdrucken eine Antennen-Spule (10) aufgebracht ist und
auf dem der Chip (6) fest angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Chip (6) auf die
Antennen-Spule (10) in flip-chip-Technik resp. ohne

wire-bond-Verbindung mittels Leitkleber montiert ist."

Anspruch 1 der beiden ersten Hilfsantrage unterscheidet
sich vom dem des Hauptantrags im wesentlichen nur im

kennzeichnenden Teil:

Hilfsantrag 1, Anspruch 1, kennzeichnender Teil:
"dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterbahnen der
Antennen-Spule (10) von zwei gegenlberliegenden Seiten
an den Chip (6) herangefihrt sind und der Chip (6) auf
die Antennen-Spule (10) in flip-chip-Technik resp. ohne

wire-bond-Verbindung mittels Leitkleber montiert ist."

Hilfsantrag 2, Anspruch 1, kennzeichnender Teil:
"dadurch gekennzeichnet, dass der Chip (6) direkt an die
Antennen-Spule (10) in flip-chip-Technik resp. ohne
wire-bond-Verbindung mittels Leitkleber angeschlossen

ist."

Hilfsantrag 3, Anspruch 1 lautet:

"Basis-Folie flr laminierte kontaktbehaftete oder
kontaktlose Chip-Karte, die mindestens aus der,
mindestens einen Chip (6) tragenden Basis-Folie (1) aus

thermoplastischem Kunststoffmaterial, einer Kern-
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Folie (2) aus thermoplastischem Kunststoffmaterial mit
einer den Chip zentrierenden Aussparung (9) und einer
Deck-Folie (3) aus thermoplastischem Kunststoffmaterial
besteht, welche Folien mindestens die Hdhe und Breite
der Chip-Karte haben und unter Druck und Hitze
zusammengefligt sind, wobei die Basis-Folie (1) ein
vorgefertigtes Inlet ist, auf dem durch Metallisieren
und Strukturieren oder Aufdrucken Leiterbahnen einer
Antennen-Spule (10) aufgebracht sind und auf dem der
Chip (6) fest angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterbahnen der Antennen-Spule (10) von zwei
gegenlber liegenden Seiten an den Chip (6) herangefihrt
sind und der Chip (6) direkt an die Antennen-Spule (10)
in flip-chip-Technik resp. ohne wire-bond-Verbindung

mittels Leitkleber angeschlossen ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich vom dem
vorhergehenden Hilfsantrag nur im kennzeichnenden Teil:
"dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterbahnen der
Antennen-Spule (10) von zwei gegenliber liegenden Seiten
unter Verringerung ihres Abstandes an den Chip (6)
herangefihrt sind und der Chip (6) direkt an die
Antennen-Spule (10) in flip-chip-Technik resp. ohne
wire-bond-Verbindung mittels Leitkleber angeschlossen

ist. ™"

Hilfsantrdge 5 und 6 entsprechen den der
erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegenden
Antradgen. Hilfsantrag 5, Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung einer Chip-Karte mit einer
als vorgefertigtes Inlet ausgebildeten Basis-Folie aus
thermoplastischem Kunststoffmaterial fir laminierte
kontaktbehaftete oder kontaktlose Chip-Karte, die

mindestens aus der, mindestens einen Chip (6) tragenden
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Basis-Folie (1) aus thermoplastischem Kunststoffmaterial,
einer Kern-Folie (2) aus thermoplastischem
Kunststoffmaterial mit einer den Chip zentrierenden
Aussparung (9) und einer Deck-Folie (3) aus
thermoplastischem Kunststoffmaterial besteht, welche
Folien mindestens die HOhe und Breite der Chip-Karte
haben und unter Druck und Hitze zusammengeflgt sind,
wobei die Basis-Folie (1) ein vorgefertigtes Inlet ist,
auf dem durch Metallisieren und Strukturieren oder
Aufdrucken Leiterbahnen (10) aufgebracht sind, die eine
Antennenspule bilden und auf dem der Chip fest
angeordnet ist, und wobei der Chip (6) auf die
Leiterbahnen in flip-chip-Technik resp. ohne wire-bond-
Verbindung mittels Leitkleber montiert ist, bei welchem
Verfahren die Basis-Folie durch Metallisieren und
Struktuieren [sic!] oder Bedrucken von Leiterbahnen, die
eine rahmenfdrmige Antennen-Spule mit leiterfreiem
Innenraum bilden, Bedrucken der Anschlussstellen fUr den
Chip mit Leitkleber sowie Aufbringen des Chips auf die
Antennenspule in flip-chip-Technik resp. ohne wire-bond-
Verbindung mittels Leitkleber als Inlet vorgefertigt
wird, dann eine den Chip umgebende und zentrierende
Kern-Folie sowie eine den Chip abdeckende Deck-Folie aus
thermoplastischem Kunststoffmaterial aufgebracht werden
sowie dann das Ganze in einer Laminierpresse unter
vorgegebener Temperatur und vorgegebenem Druck laminiert

wird."

Hilfsantrag 6 fugt an das Ende des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 5 die folgende Definition an:

", wobei der Abstand der die Antennenspule (10)
bildenden Leiterbahnen sich beidseits des Chips (6)

verringert."

2487.D



VI.

VII.

2487.D

-7 - T 0880/01

Die Beschwerde wurde vor der Kammer am 9. Juni 2005

6ffentlich verhandelt. Grundlage der Verhandlung waren
ein Hauptantrag und Hilfsantrdge 1 bis 6, die - soweit
sie sich auf den Anspruch 1 bezogen - die Antrage vom

4. Mai 2005 unverandert lieRen.

Gegenstand der Erdrterung waren die Zuldssigkeit der
Antridge der Patentinhaberin, die Offenbarungsgrundlage
flir diejenigen Anspruchsmerkmale, die die Anordnung des
Chips auf und seinen Anschluss an die Antennenspule
definieren, und die Patentfdhigkeit der beanspruchten

Erfindung.

Die Einsprechenden beanstandeten die Antrage der

Patentinhaberin als unzuldssig, da der Schutz flr einen
Gegenstand, hier die Basis-Folie, beansprucht wlrde, der
in erster Instanz vorbehaltlos fallen gelassen und Uber

den somit nicht entschieden worden sei.

Ferner beruhten die Ansprlche auf unzuldssigen
Anderungen in Bezug auf Merkmale der Chip-Antennen-
Anordnung, die der Anmeldung in der urspruinglich

eingereichten Fassung nicht zu entnehmen seien.

Schliefflich fehle der beanspruchten Erfindung im
Hinblick auf den sich aus der Druckschrift D31
(WO-A-88/08592) ergebenden ndchstkommenden Stand der
Technik die erforderliche erfinderische Tatigkeit, bei
strenger Auslegung der Anspriiche misse sogar die Neuheit

verneint werden.

Die beschwerdefihrende Einsprechende Ol beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europdischen Patents Nr. 0 706 152. Die
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beschwerdefliihrende Einsprechende 02 und die
Einsprechende 04 beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents,
hilfsweise, falls eine Aufrechterhaltung auf der
Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsantrdge 1
bis 4 vorgesehen sein sollte, die Aussetzung des
Verfahrens und die Vorlage der folgenden Rechtsfragen an

die Grofle Beschwerdekammer:

"1. Ist der beschwerdefiihrende Patentinhaber im
Beschwerdeverfahren sachlich an die im
Einspruchsverfahren der 1. Instanz beschrankt
verteidigten Ansprliche gebunden?

2. Ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass die
beschrankten Ansprlche im erstinstanzlichen Verfahren

als Hauptantrag vorgelegt wurden?

3. Ist der Patentinhaber berechtigt, Ansprlche, die auf
ein Zwischenprodukt gerichtet sind und die im
erstinstanzlichen Hauptantrag nicht mehr enthalten waren,

im Beschwerdeverfahren wieder aufzustellen?"

Die Einsprechende 03 hat sich im Beschwerdeverfahren
sachlich nicht geauffert; sie hat auch nicht an der

miindlichen Verhandlung vom 9. Juni 2005 teilgenommen.

Die beschwerdefihrende Patentinhaberin beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents Nr. 0 706 152 in
geandertem Umfang auf der Grundlage des Hauptantrags mit
der in der muindlichen Verhandlung tberreichten
geanderten Seite 2 der Patentansprliche, hilfsweise auf
der Grundlage eines der Hilfsantrage 1 bis 6, alle
Antrage - abgesehen von der im Hauptantrag vorgenommenen

Anderung - wie in der Eingabe vom 4. Mai 2005 bezeichnet.
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Die Anderung betrifft nur den Anspruch 3 des

Hauptantrags.

Die Patentinhaberin ist der Meinung, dass das
Fallenlassen der Beanspruchung einer Basis-Folie vor der
Einspruchsabteilung nicht einen Verzicht auf diesen
Gegenstand darstellte, sondern nur einen
Formulierungsversuch, um die Beanstandungen seitens der
Einspruchsabteilung auszurdumen. Sie kénne daher ohne
weilteres im Beschwerdeverfahren auf diesen Gegenstand

zuruckkommen.

Die Basis-Folie sei als eigenstandiger Gegenstand auch
ohne weiteres den Anmeldungsunterlagen, beispielsweise

der Ausfihrungsform der Figur 7, zu entnehmen.

Die die Chip-Antennen-Anordnung betreffenden
Anspruchsmerkmale hatten eine Stlitze in den Figuren und
den zugehdérigen Beschreibungsteilen. Die Figuren 5 und 7
zeigten deutlich einen direkt auf der Antennenspule
montierten Chip. Die A2-Schrift, Spalte 3, Zeilen 15 bis
26, Spalte 4, Zeilen 4 bis 17 und 30 bis 46 sowie

Spalte 4, Zeile 55 bis Spalte 5, Zeile 2 und Spalte 5,
Zeilen 16 bis 24 offenbarten deutlich den direkten
Anschluss des Chips an die Antennen-Spule in Flip-Chip-
Technik resp. ohne Wire-Bond-Verbindung mittels
Leitkleber. Diese Anordnung sei auch schon explizit
Gegenstand der urspringlichen Anspriche 1, 2, 5, 8 und
10 gewesen. Die Figur 4 offenbare deutlich auch die
weiteren Merkmale, die Leiterbahnen der Antennen-Spule
von zwei gegeniiber liegenden Seiten an den Chip
heranzufihren, bei Verringerung des Abstands der die

Antennenspule bildenden Leiterbahnen beidseits des Chips.
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X. Die Entscheidung Uber die Beschwerde wurde in der

mindlichen Verhandlung vom 9. Juni 2005 verkundet.

Entscheidungsgrinde

Zuldssigkeit
1. Die Zulassigkeitserfordernisse der Artikel 107 bis 108
sowie der Regel 1 (1) und Regel 64 EPU sind erfullt.

Zuldssigkeit der Antrdge der Patentinhaberin

2. Die Einsprechenden 02 und 04 bestreiten die Zulassigkeit
der mit Schreiben vom 4. Mai 2005 gestellten Antrage der
beschwerdefiihrenden Patentinhaberin, soweit diese
Antrage auf eine Basis-Folie gerichtet sind (Hauptantrag,
Hilfsantrdge 1 bis 4). Sie machen geltend, dass die
Patentinhaberin wahrend der mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung mit der Einreichung von
gednderten Ansprlchen gemafs Haupt- und Hilfsantrag, die
nur noch auf das Verfahren zur Herstellung einer Chip-
Karte und die Chip-Karte selbst gerichtet seien, auf
Patentschutz im Umfang der erteilten Fassung verzichtet
habe. Eine Weiterverfolgung der gestrichenen Basis-
Folienansprlche ware der Patentinhaberin nach Auffassung
der Einsprechenden nur mdglich gewesen, wenn sie einen
entsprechenden vorrangigen Antrag am Ende des

Einspruchsverfahrens aufrecht erhalten hatte.

2.1 Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist
es dem Patentinhaber, der sein Patent im
Einspruchsverfahren nur beschrankt verteidigt hat,
grundsatzlich (d.h. soweit nicht im Einzelfall das

Verbot der reformatio in peius greift oder ein

2487.D
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Verfahrensmissbrauch vorliegt) nicht verwehrt, im
anschlieffenden Beschwerdeverfahren wieder zu einer
breiteren oder der erteilten Fassung seines
Patentbegehrens zurlckzukehren. Nach dieser
Rechtsprechung bedeuten zwischenzeitliche
Einschrankungen des Patentbegehrens keinen
ausdrlicklichen Verzicht auf Teile des Patents, sondern
sind nur als Formulierungsversuche anzusehen, die das
Patent gegenlber Einwdnden abgrenzen sollen (siehe z.B.
die Entscheidungen T 123/85, ABl. EPA 1989, 336,
insbesondere Punkte 3.1.1 und 3.1.2 der GruUnde; T 296/87,
ABl. EPA 1990, 195, Punkt 2 der Grunde; sowie die nicht
in AB1. EPA verdffentlichten Entscheidungen T 900/94,
Punkt 1.6 der Grunde; T 1018/02, Punkt 2.4 der Grlunde;
T 934/02, Punkt 3.2 der Grunde; T 699/00, Punkt 2.1 der
Grinde; T 794/02, Punkte 1.1 bis 1.7 der Grunde).

Die Kammer ist in Kenntnis der Tatsache, dass die auch
von der Einsprechenden 02 zitierte Entscheidung T 528/93
(nicht in ABl. EPA verdffentlicht) derzeit als
Einzelmeinung von dieser Rechtsprechung abweicht. Die
Kammer schliefft sich im vorliegenden Fall der
Uberwiegenden Rechtsmeinung an, auch im Hinblick darauf,
dass die Problematik des Gestaltungsspielraums der
Patentinhaberin im Einspruchsbeschwerdeverfahren hier
letzten Endes nicht entscheidungserheblich ist, wie sich

aus dem Folgenden ergibt.

Im vorliegenden Fall ist aus dem Protokoll der
mindlichen Verhandlung vor der ersten Instanz lediglich
zUu entnehmen, dass die Patentinhaberin im Laufe der
mindlichen Verhandlung die Streichung der Basis-
Folienansprlche beschlossen und weitere von der

Einspruchsabteilung zugelassene Antrage eingereicht hat,
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nachdem ihr im Anschluss an eine Zwischenberatung von
der Einspruchsabteilung mitgeteilt worden war, die
Basis-Folienanspriiche wiirden gegen Artikel 123 (2) EPU
verstofen. Eine fdrmliche Verzichterklarung, die eine
verfahrensrechtliche Bindung bewirken kdénnte, ist dem

Protokoll nicht zu entnehmen.

Die auf den Einwand der Einspruchsabteilung hin
vorgelegten neuen Antrage, in denen die Streichung der
betreffenden Anspriiche vorgenommen wurde, sind somit als
Formulierungsversuche der Patentinhaberin zu bewerten,
um dem vorgebrachten Einwand zu begegnen. Auch die
Einreichung der gednderten Beschreibung am Ende der
mindlichen Verhandlung, nachdem die Einspruchsabteilung
die Erteilung des Patents auf der Basis des Hilfsantrags
in Aussicht gestellt hatte, ist lediglich als eine
formelle Anpassung der Beschreibung an den gewdhrbaren
Anspruchssatz anzusehen, und kann folglich nicht als
impliziter Verzicht auf Teile des Patents verstanden

werden.

Wie oben angefiihrt, steht die Zuladssigkeit von Antragen
des beschwerdefihrenden Patentinhabers mit breiteren
Anspriichen im Einspruchsbeschwerdeverfahren unter dem
Vorbehalt des Verfahrensmissbrauchs, d.h. die Kammer hat
zu Uberprifen, ob die Anderung von Antrigen nicht einen
verfahrensrechtlichen Missbrauch darstellt. Diese
Prifung liegt im pflichtgemafen Ermessen der Kammer
unter Wirdigung des gegebenen Sachverhalts. Fir eine
Annahme eines Verfahrensmissbrauchs gibt es aber im
vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte, da kein
fébrmlicher Verzicht aus den Unterlagen des
Einspruchsverfahrens erkennbar ist und die neuen

Ansprliche rechtzeitig vor der mindlichen Verhandlung im
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Beschwerdeverfahren eingereicht wurden; sie entsprechen
auch in wesentlichen Punkten den Antrdgen, die in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
ausflihrlich erdrtert wurden. Die Einsprechenden waren
daher mit dem Umfang des neuen Patentbegehrens in

sachlicher und rechtlicher Hinsicht voll vertraut.

Auch ein Verstofd gegen die Grundsatze der reformatio in
peius ist hier nicht zu erkennen. Die Patentinhaberin
hat neben einem Teil der Einsprechenden selbst
Beschwerde eingelegt und ist tatsdchlich auch gemafR
Artikel 107 EPU beschwert, da die Einspruchsabteilung in
der miindlichen Verhandlung den Hauptantrag als nicht

erfinderisch zurlckgewiesen hat.

Die mit Schreiben vom 4. Mai 2005 eingereichten, auf
eine Basis-Folie gerichteten Antrage der Patentinhaberin

sind somit zuléassig.

Zuldssigkeit der Anspruchsdnderungen

3.

2487.D

Um die beanspruchte Erfindung von dem sich aus der
Druckschrift D31 ergebenden nachstkommenden Stand der
Technik abzugrenzen, hat die Patentinhaberin unter
anderem die folgenden, hier mit A, B und C bezeichneten
Merkmale der Chip-Antennen-Anordnung in die Anspriiche

aufgenommen:

(A) der Chip (6) ist auf die Antennen-Spule (10)
montiert (Hauptantrag und Hilfsantrag 1) bzw.

aufgebracht (Hilfsantrdge 5 und 6),

(B) der Chip (6) ist direkt an die Antennen-Spule (10)

angeschlossen (Hilfsantrage 2 bis 4),
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(C) der Abstand der die Antennenspule (10) bildenden
Leiterbahnen verringert sich beidseits des Chips (6)

(Hilfsantrdge 4 und 6).

Diese Merkmale lassen sich jedoch aus dem Inhalt der
urspruinglich eingereichten Anmeldung nicht unmittelbar
und eindeutig ableiten und sind daher im Hinblick auf
Artikel 123(2) EPU als unzul&ssige Anderungen der

Anmeldung anzusehen.

In der urspringlichen Anmeldung ist zwar eine Chip-
Antennen-Anordnung offenbart, bei der der Chip auf einer
Folie (Basis-Folie) fest angeordnet ist, die als
Substrat resp. Leiterplatte durch Metallisieren und
Strukturieren oder Aufdrucken ausgebildet und auf der
der Chip in Flip-Chip-Technik resp. ohne Wire-Bond-
Verbindung mittels einem, beim Laminieren aushdrtenden
Leitkleber montiert sein kann (A2-Schrift, Spalte 2,
Zeilen 35 bis 47).

Auf der Innenseite der Basis-Folie sind zusatzliche,
Spulenmittel bildende Leiterbahnen angeordnet. Zur
Herstellung der Chip-Karte wird eine thermoplastische
Folie (die Basis-Folie) durch Metallisieren und
Strukturieren oder Bedrucken von Leiterbahnen sowie
Bedrucken der Anschlussstellen flr den Chip mit
Leitkleber (Flip-Chip-Technik) sowie Aufbringen des Chip
vorgefertigt, dann werden die weiteren Folien
aufgebracht und dann wird das Ganze in einer
Laminierpresse unter vorgegebener Temperatur und
vorgegebenem Druck laminiert (A2-Schrift, Spalte 3,

Zeilen 1 bis 9 und 15 bis 26).
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Bel der Ausfihrungsform nach den Figuren 1 bis 3
ausschliefflich mit Kontakten, also ohne Antennenspule,
bildet die unterste Folie 1 die Basis-Folie und ist als
Substrat resp. Leiterplatte durch Metallisieren und
Strukturieren von Leiterbahnen 4,5 ausgebildet. Auf
dieser Leiterplatte 1 ist dann der Chip 6 in der Flip-
Chip-Technik resp. ohne Wire-Bond-Verbindung mittels
einem, beim Laminieren aushdrtenden Leitkleber 7
montiert. Die Anschlussfldchen des Chips weisen Bumps
auf, um eine punktierte Verklebung mit Leitkleber zu
ermdbglichen. Auf der Innenseite der Basis-Folie sind die
Anschllisse 5 fUr den Chip 6 aufgebracht, die mit den
Kontaktflachen 4 durch kleine mit dem Leitkleber 7'

geflillte Durchkontaktierungsldcher 8 verbunden sind.

Chip-Karten mit einer Antennenspule 10 sind in den
Figuren 4 bis 7 gezeigt, welche auf der metallisierten
Innenseite der Basis-Folie (Substrat) 1 strukturiert ist.
Bei einer kontaktlosen Chip-Karte wird daher lediglich
die Innenseite der Basis-Folie metallisiert und
strukturiert, bei kombinierte Chip-Karten sind aufien
zusatzlich Kontakte, wie beispielsweise in Figur 3
gezeigt, vorgesehen. Eine vorgefertigte Basis-Folie 1

mit Antennen-Spule 10 und Chip 6 zeigt Figur 7.

Aus den Patenansprliichen der A2-Schrift ergeben sich fir
die Chip-Antennen-Anordnung als wesentliche
Erfindungsmerkmale, dass der Chip auf einer der Folien
fest angeordnet ist (Anspruch 1), dass eine Folie als
Substrat resp. Leiterplatte durch Metallisieren und
Strukturieren oder Aufdrucken ausgebildet ist und der
Chip auf dieser in Flip-Chip-Technik resp. ohne Wire-
Bond-Verbindung mittels einem beim Laminieren

aushédrtenden Leitkleber montiert ist (Anspruch 2) und

2487.D
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auf der Innenseite der Folie zusatzliche, eine Antennen-
Spule bildende Leiterbahnen angeordnet sind (Anspruch 5).
Zur Herstellung der Chip-Karte wird eine
thermoplastische Folie durch Metallisieren und
Strukturieren oder Bedrucken von Leiterbahnen sowie
Bedrucken der Anschlussstellen flr den Chip mit
Leitkleber (Flip-Chip-Technik) sowie Aufbringen des Chip
vorgefertigt (Anspruch 8), wobei zur Herstellung einer
Chip-Karte mit Kontakten die Basis-Folie auf beiden
Seiten mit Leiterbahnen versehen wird (Anspruch 9) und
zur Herstellung einer kontaktlosen Chip-Karte auf der
Basis-Folie Spulenmittel bildende Leiterbahnen

strukturiert werden (Anspruch 10).

Der Figur 5, gestlUtzt durch die Figur 7, lasst sich
entnehmen, dass der Chip 6 in Bezug auf die Innenfldche
der Basis-Folie 1 oberhalb der Antennenspule 10
angeordnet ist. Aus den Figuren 4, 6 und 7 ergibt sich,
dass der Chip die Spulenwindungen der Antennenspule 10

Uberbrickt oder kreuzt.

Die Figuren lassen jedoch in dem von dem Chip 6
abgedeckten Bereich der Basis-Folie nicht erkennen, wie
die Leiterbahnen verdrahtet oder verbunden sind. Hierzu

finden sich auch in der Beschreibung keine Ausfihrungen.

Weder die Position der elektrischen Anschlussstellen des
Chips mit der Antennenspule noch die mechanischen
Befestigungsstellen sind der Beschreibung oder den
Figuren zu entnehmen. Zwar impliziert die offenbarte und
beanspruchte Anwendung der Flip-Chip-Technik direkte
Anschluss- und Befestigungsstellen auf Leitungsbahnen,
diese koénnten aber auch separate Anschlussleitungen sein,

der Art, wie sie beispielsweise in der Druckschrift D31,
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Figur 3 gezeigt sind. Auch aus Figur 5, der einzigen
Zeichnung, die den Chip und die Antennenspule in einem
vertikalen Schnitt zeigt, lasst sich nichts Weiteres
herleiten, da zum einen unklar bleibt, wie der Schnitt
verlauft und zum anderen die Antennenspule 10 und die
Anschlussstellen fUr den Chip nur andeutungsweise
erkennbar sind. Die Antennenspule so wie gezeichnet
wlirde die Chip-Anschllsse kurzschliefen, so dass der
fachkundige Leser die wenigen Details in dieser
Zeichnung, die Auskunft Uber die Art und Weise der
Verbindung und Verdrahtung geben kénnten, als

wahrscheinlich fehlerhaft ignorieren wird.

Daher sind bei funktionaler Auslegung des Begriffs
"Antennenspule", d.h. als die Gesamtheit der Windungen,
die der Abstrahlung oder dem Empfang eines
elektromagnetischen Signals dienen, die Merkmale A und B
nicht unmittelbar und eindeutig der Anmeldung in der

urspriinglichen Fassung zu entnehmen.

Zwar koénnte der Begriff "Antennenspule" auch die
Baueinheit bezeichnen und damit als die Anschlisse und
gegebenenfalls das Gehduse, Isolierungen etc. umfassend
verstanden werden. FUr diese Bedeutung findet sich aber
weder in der Anmeldung eine Stltze, noch wurde seitens
der Patentinhaberin etwas dahingehend vorgetragen. Im
Gegenteil: die bauliche Betrachtungsweise wlrde die von
der Patentinhaberin angestrebte Abgrenzung von dem sich
aus der Druckschrift D31 ergebenden Stand der Technik
zunichte machen, die in der Figur 3 eine in diesem Sinne

verstandene Antennenspule vorwegnimmt.

SchlieRlich bietet die Anmeldung auch fir das oben

genannte Merkmal C der sich verkleinernden Leiterbahnen-
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Abstande keine ausreichende Offenbarungsgrundlage. Es
ist unbestritten, dass es flr dieses Merkmal keine
direkte Offenbarung in der Beschreibung gibt. Die
Patentinhaberin hat es vielmehr aus Figur 4 der A2-
Schrift hergeleitet, die in der Tat schematisch
Leiterbahnen zeigt, die sich im Bereich des Chips
verjlingen. Es ist jedoch nicht erkennbar, ob die
(schwarzen) Striche die Leiterbahnen oder deren

Begrenzungen symbolisieren.

Fir die letztere Mdglichkeit sprechen mehrere Umstande.
Die Leiterbahnen sind durch Metallisieren und
Strukturieren der Basis-Folie gebildet und sind daher
Ublicherweise streifenfdrmig mit merklicher Breite. Die
Abstande zwischen Leiterbahnen wiederum kdénnen im
Vergleich zur Breite der Leiterbahnen strichfdérmig
ausfallen, wie das beispielsweise fur die
Anschlusskontakte flr den Chip in den Figuren 1 und 6 zu

sehen ist.

Flir die Mdéglichkeit, dass die Leiterbahnen in Figur 4
von den Bereichen zwischen den Strichen dargestellt
werden, spricht auch der Umstand, dass der
Zuordnungsstrich flr die Bezugsziffer 10 (Antennenspule)
in der Mitte eines solchen Bereichs endet, und nicht
etwa auf einem der Striche, wie das zu erwarten ware,

wenn die Striche die Leiterbahnen darstellten.

Dagegen spricht auch nicht die Farbgebung, schwarz oder
weif3, auf die sich die Patentinhaberin als Beleg fir
ihre Auffassung berufen hat, da die Zeichnungen die
Chip-Karte und den Aufbau der Basis-Folie nur in sehr
schematischer Weise zeigen und der Anmeldung keinerlei

Hinweis zu entnehmen ist, dass der Farbe in den
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Zeichnungen irgendeine spezifische Bedeutung zukommen

soll.

Daher kénnen die genannten Anspruchsmerkmale der
ursprunglichen Offenbarung nicht unmittelbar und
eindeutig entnommen werden. Es liegt damit allen
Antragen der Patentinhaberin ein im Sinne von

Artikel 123 (2) EPU unzuldssig gednderter Anspruch 1
zugrunde, so dass das Patent in keiner der beantragten

Fassungen aufrechterhalten werden kann.

Den Antragen der Einsprechenden auf Widerruf des Patents

ist daher stattzugeben.

Die Einsprechenden 02 und 04 haben im Zusammenhang mit
der Prifung der Zuldssigkeit der Antrage die Aussetzung
des Verfahrens und die Vorlage der eingereichten
Rechtsfragen an die Grof3e Beschwerdekammer beantragt,
falls eine Aufrechterhaltung auf der Grundlage des
Hauptantrags oder eines der Hilfsantrdge 1 bis 4
vorgesehen sein sollte. Da im vorliegenden Fall den
Antragen der Einsprechenden auf Widerruf des Patents
stattgegeben wurde, hat sich der Antrag auf Befassung
der GrofRen Beschwerdekammer mit den eingereichten

Rechtsfragen erledigt.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Kiehl S. V. Steinbrener

2487.D



